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【57】申請專利範圍
1.　一種記憶體模組的散熱裝置，用於對至少二記憶體模組散熱，該散熱裝置包括：
一水冷結構，包含彼此間隔並排的至少二輸液板，二該記憶體模組彼此間隔並排地位於

二該輸液板之間，各該輸液板內皆流通有流體；以及

至少一金屬冷板，該金屬冷板包含一冷板本體和二凸伸臂，該冷板本體設置於有一熱管

且被夾置於二該記憶體模組的一面之間，該冷板本體具有彼此相對的兩端，各該凸伸臂

連接於該冷板本體的各該端，二該凸伸臂分別貼接於二該輸液板的一面，且該熱管跨接

於二該凸伸臂之間；

其中，經由在二該記憶體模組的該一面之間夾置有該冷板本體，以使二該記憶體模組的

另一面更緊密地分別貼接於二該輸液板的該一面。

2.　如請求項 1所述之記憶體模組的散熱裝置，其中二該凸伸臂係彼此錯位彎折。
3.　如請求項 1或 2所述之記憶體模組的散熱裝置，其中二該凸伸臂的其中之一係朝二該輸
液板的其中之一的該一面彎折，其中二該凸伸臂的其中另一則朝二該輸液板的其中另一

的該一面彎折。

4.　如請求項 1或 2所述之記憶體模組的散熱裝置，其中各該凸伸臂係彎折形成一貼接段，
二該凸伸臂以該貼接段分別貼接於二該輸液板的該一面。

5.　如請求項 4所述之記憶體模組的散熱裝置，其中該各該凸伸臂還自該冷板本體的各該端
彎折形成一中段，該中段連接於該端與該貼接段之間，該中段相對於該冷板本體彎折，

該貼接段相對於該中段彎折。

6.　如請求項 1所述之記憶體模組的散熱裝置，其中該冷板本體具有彼此相對的二冷板面，
二該冷板面的其中之一開設有一凹陷槽，該熱管嵌入該凹陷槽內。

7.　如請求項 1所述之記憶體模組的散熱裝置，其中該冷板本體區分成彼此一上一下配置的
二半部，二該半部的其中之一具有二該端。

8.　如請求項 1所述之記憶體模組的散熱裝置，其中該水冷結構還包含二容器，各該輸液板
彼此間隔地跨接並連通於二該容器之間，各該容器內收容有該流體。

9.　如請求項 1所述之記憶體模組的散熱裝置，還進一步包括至少一均溫組件，該均溫組件
包含皆可導熱的一第一均溫片和一第二均溫片，該第一均溫片被夾置於二該輸液板的其

中之一的該一面與該記憶體模組的該一面或該另一面之間，該第二均溫片被夾置於該冷

板本體的一冷板面與該記憶體模組的該另一面或該一面之間。
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圖式簡單說明

圖 1 為本申請散熱裝置在與記憶體模組和電路板組合前的立體分解示意圖。

圖 2 為本申請散熱裝置中之金屬冷板的立體分解示意圖。

圖 3 為本申請依據圖 1的立體組合示意圖。

圖 4 為本申請依據 3於俯視時剖面示意圖。

圖 5 為本申請依據 4的局部放大示意圖。

圖 6 為本申請依據 4的 6-6剖面示意圖。

圖 7 為本申請依據 4的 7-7剖面示意圖。

圖 8 為本申請依據 4的 8-8剖面示意圖。
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